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【重要】安全上のご注意

●医療機器、宇宙、航空、原子力、交通、等々の様に人命、人体の安全、社会の安全、及び人々

の財産の安全等に関わり、高い信頼性を必要とする回路には使用しないで下さい。

●当社は本製品を運用した結果についての責任は負わないものとします。
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●はじめに

表面実装デバイスＳＭＤ（Surface Mmount Device）用ユニバーサル基板「ＰＸ１２１１」は、ＳＭＤ

で回路を組む為のＲｏＨＳ対応のユニバーサル基板です。

「ＰＸ１２１１」は実際に使用する現場技術者の声を反映して製作したもので、特に次の様な方にお

奨めします。

①ＳＭＤを使用する毎にピッチ変換基板を使いたくない。

②パスコン、グランド配線を確実かつ容易に行ないたい。

③試作でもコンパクトにまとめたい。

④製作、動作チェックの時間を節約したい。

１ ．特長

（ １ ）ピッチ変換基板を用いずにＳＭＤを用いた回路を直接基板上に製作できます。

（ ２ ）ＳＯＰ、ＳＳＯＰ、３ピンＳＯＴ、１６０８チップ部品、１０ ０ ５チップ部品に対応しています。

（ ３ ）電源／グランドバスとパスコン用パッドを設け、手間の掛かる電源周りの配線をし易くしています。

（ ４ ）基板ジョイントＰＸ１２４０を用いて他の基板と連結させる事により、さらに応用範囲が広がります。

２．用語について

（１）ＳＭＤ（Surface Mmount Device）

表面実装デバイスを指し、本書では以下の呼称も使用します。

ＳＯＰ (Small Outline Package)

ＳＳＯＰ (Shrink Small Outline Package)

ＳＯＴ (Small Outline Transistor)

（２）Ｓｉｄｅ-Ｐ、Ｓｉｄｅ-Ｓ

「ＰＸ１２１１」は基板の両面を使用し、各面をＳｉｄｅ-Ｐ、Ｓｉｄｅ-Ｓと呼びます。

P：Primary （又はParts）

S： Secondary（又はSolder）

（３）パスコン

電源に重畳する高周波ノイズを低減させる為に電源とグランド間に入れるコンデンサは一般的にはパ

スコン、バイパスコンデンサ、デカップリングコンデンサ等と呼ばれますが、本書ではパスコンと呼び

ます。

（４）グランド（ＧＮＤ）、シグナルグランド（ＳＧ）

電源グランドをＧＮＤ、信号の基準電位であるシグナルグランドをＳＧと称し、基板上では配線パ

ターンを分離可能にしています。

但し、通常は基板外部、又は基板上の何処か一点で必ず接続する必要があります。
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第１章 ＰＸ１２１１の概要

１－１ 主な仕様

項 目 内 容

外形寸法 ７７． ２ｍｍ × ５１．７ ２ｍｍ、 板厚 １． ６ｍｍ

ガラスエポキシ（ＦＲ－４）、銅厚３５μｍ、両面パターン、

基板仕様 スルーホールφ０．９ｍｍ、金フラッシュメッキ（ＲｏＨＳ対応）、

両面シルク、両面半田レジスト塗布

１．２７ｍｍピッチＳＯＰ用パッド ９６個（４８個／列×２列）

Ｓｉｄｅ-Ｐ ８ピンＳＯＰ(パスコン２個含む)換算で最大８個実装可能

(＊注１) ３ピンＳＯＴ用パッド（トランジスタ、ＦＥＴ、ダイオード）

最大２４個実装可能

対象ＳＭＤ チップ部品（１６０８、１００５サイズ） 最大４５個

０．６５ｍｍピッチＳＳＯＰ用パッド １９２個（９６個／列×２列）

Ｓｉｄｅ-Ｓ ２０ピンＳＳＯＰ(パスコン１個含む)換算で最大８個実装可能

(＊注１) ３ピンＳＯＴ用パッド（トランジスタ、ＦＥＴ、ダイオード）

最大４８個実装可能

チップ部品（１６０８、１００５サイズ） 最大４５個

隣接パターン間最大電圧 ＤＣ２０Ｖ（清浄な環境において）

パターン電流容量 電源／グランドバスパターン 最大２Ａ

信号パターン 最大０．２Ａ

＊注１：Ｓｉｄｅ-ＰとＳｉｄｅ-Ｓの各パッドの引き出し用スルーホールは共通です。

表１－１ 主な仕様

１－２ 外形寸法

図１－１ ＰＸ１２１１外形寸法

3.0

77.2

ＣＮ２

φ３．２×４個

3.0

20 1

単位：［ｍｍ］

ＣＮ１

12

13.22.54 x 22 = 55.88

(21)
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１－３ 外観

（ａ）Ｓｉｄｅ-Ｐ （ｂ）Ｓｉｄｅ-Ｓ

写真１－１ ＰＸ１２１１の外観

１－４ 回路図

本基板は利便性向上の為に部品の一部を予めパターンで配線してあります。その配線された部分の回

路図を図１－２に示します。

単独で配置し、他のパーツとの配線をしていないパーツは回路図に記載していません。

図１－２ ＰＸ１２１１ 回路図

+V

-V

GND

SG

J2 1

3
2

CN1

1

2

J3

1

3
2

J4
12

C4

C3

+
C2

+
C1

J5
12

J1
1
2

S2912

P2912

CN2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

S3012

P3012

S3112

P3112

S3212

P3212

P3312

S3312

P3412

S3412

P3512

S3512

P3612

S3612

P3712

S3712

P3812

S3812

P3912

S3912

P4012

S4012

S4112

P4112

S4212

P4212

S4312

P4312

S4412

P4412

S4512

P4512

F1 G1 H1E1

C2 B2 A2D2

C1 B1 A1D1

F2 H2G2E2

(1) (2) (3) (8)(4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (8)(4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

+V

GND

-V

SG

+Vバス(正電源)

GNDバス(電源グランド)

(SG-GND 一点接続部)

+V

GND

(1608)(Φ6.4 or 5750)

(Φ6.4 or 5750) (1608)

(GND(8))
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(Rev.B)
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１－５ 主なフットプリント（回路パターン）説明

以下に本基板の主なフットプリントの機能を説明します。

図１－３ Ｓｉｄｅ-Ｐフットプリント

図１－４ Ｓｉｄｅ-Ｓフットプリント

①ＳＯＰ用パッド（Ｓｉｄｅ-Ｐ）

合計９６個（４８個／列×２列）の１．２７ｍｍピッチＳＯＰ用パッドを有し、各パッドはφ０．９

ｍｍのスルーホール④に接続しています。

図１－５にＳＯＰ用パッドの一部を、図１－６に実装可能なＳＯＰの形状を示します。

図１－５ ＳＯＰ用パッド 図１－６ 実装可能なＳＯＰの形状

4.0～11.0

単位：［ｍｍ］

0.5

12.0

単位：［ｍｍ］

①ＳＯＰ用パッド

③３ピンＳＯＴ用パッド

⑤チップ部品用ユニバーサルエリア

④

⑦電源、信号入出力コネクタ（ＣＮ２）

⑧電源／グランドバス

（＋Ｖ、ＧＮＤ、－Ｖ、ＳＧ）

④ＳＯＰ、ＳＳＯＰパッド引き出し用スルーホール

⑤ ⑥電源用コネクタ（ＣＮ１）

⑨パスコン用パッド（Ｃ１、Ｃ２）

⑪ＧＮＤ－ＳＧ接続ジャンパ（Ｊ１）

⑫＋Ｖ選択ジャンパ（Ｊ２）

⑬ＧＮＤ選択ジャンパ（Ｊ３）

⑭－Ｖ用ジャンパ（Ｊ４）

⑮ＳＧ用ジャンパ（Ｊ５）

⑯スルーホール

⑯

⑰スペーサ取り付け用バカ穴（全４個）

⑱メモ記入欄

⑱

⑱

⑤

⑤

⑤チップ部品用ユニバーサルエリア

⑦電源、信号入出力コネクタ（ＣＮ２）

⑧電源／グランドバス

（＋Ｖ、ＧＮＤ、－Ｖ、ＳＧ）

④ＳＯＰ、ＳＳＯＰパッド

引き出し用スルーホール

⑥電源用コネクタ（ＣＮ１）

⑨パスコン用パッド

（Ｃ３、Ｃ４）

⑪ＧＮＤ－ＳＧ

接続ジャンパ（Ｊ１）

⑫＋Ｖ選択ジャンパ（Ｊ２）

⑬ＧＮＤ選択ジャンパ（Ｊ３）

⑭－Ｖ用ジャンパ（Ｊ４）

⑮ＳＧ用ジャンパ（Ｊ５）

⑯スルーホール

⑯

⑰スペーサ取り付け用バカ穴（全４個）

⑱メモ記入欄

⑱

④

⑤

⑤

③３ピンＳＯＴ用パッド

②ＳＳＯＰ用パッド

⑤
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ＳＯＰデバイスの電源端子がパッケージの端にある場合はその隣接するパッドとの間に１６０８サイ

ズ以下のパスコンを実装すればほぼ理想的なパスコン配置が可能になります。

②ＳＳＯＰ用パッド（Ｓｉｄｅ-Ｓ）

合計１９２個（９６個／列×２列）の０．６５ｍｍピッチＳＳＯＰ用パッドを有し、各パッドはＳＯ

Ｐ用スルーホールと共通のφ０．９ｍｍのスルーホール④に接続しています。

図１－７に０．６５ｍｍピッチＳＳＯＰ用パッドの一部を、図１－８に実装可能なＳＳＯＰの形状を

示します。

図１－７ ＳＳＯＰ用パッド 図１－８ 実装可能なＳＳＯＰの形状

ＳＳＯＰデバイスの電源端子がパッケージの端にある場合はその隣、又は更に隣のパッドとの間に１

６０８サイズ以下のパスコンを実装すればほぼ理想的なパスコン配置が可能になります。

【注意】ＳＯＰ用パッドとＳＳＯＰ用パッドは共通のスルーホール（④）に接続しています。意図的に

並列接続する場合を除き、スルーホールが共通のＳｉｄｅ-ＰとＳｉｄｅ-Ｓのパッドに同時に部品を実

際しないで下さい。

③３ピンＳＯＴ用パッド

トランジスタ、ＦＥＴ、ダイオード等の３ピンＳＯＴはＳｉｄｅ-ＰのＳＯＰ用パッド（①）又はＳｉ

ｄｅ-ＳのＳＳＯＰ用パッド（②）の鍵形パッドを利用して実装できます。

図１－９（ａ）に示す様に同一方向の３個のパッドに引き出す方法と、図１－９（ｂ）の様にパッ

ケージ中央のパッドが他の２個のパッドと逆方向になる様に引き出す方法が有ります。

（ａ）パッド引き出し同一方向 （ｂ）パッド引き出し逆方向

図１－９ ３ピンＳＯＴ実装

実装可能な３ピンＳＯＴの寸法を図１－１０に示します。

（ａ）Ｓｉｄｅ-Ｐ側 （ｂ）Ｓｉｄｅ-Ｓ側

図１－１０ 実装可能な３ピンＳＯＴの形状

0.4

11.2

単位：［ｍｍ］

1.4～5.6

単位：［ｍｍ］

1.5～6.25

単位：［ｍｍ］

3.3～10.0

単位：［ｍｍ］



8/13ＳＭＤ用ユニバーサル基板 ＰＸ１２１１ ユーザーズマニュアル

④ＳＯＰ、ＳＳＯＰパッド引き出し用スルーホール

配線の為に全てのＳＯＰ用パッド（①）、ＳＳＯＰ用パッド（②）をφ０．９ｍｍのスルーホールに

引き出しています。

これを利用してスルーホール部品の実装を行なう事もできます。

⑤チップ部品用ユニバーサルエリア（Ｐ１～Ｐ４５、Ｓ１～Ｓ４５）

１６０８又は１００５チップ部品実装用パッドをＳｉｄｅ-Ｐ、Ｓｉｄｅ-Ｓに設け、共通のφ０．９

ｍｍのスルーホールに引き出したものであり、ユニバーサルエリアとして任意の用途に使用できます。

Ｓｉｄｅ-Ｐ、Ｓｉｄｅ-Ｓの両方に部品実装すると、互いに並列接続されます。

１ピンをＲ付き角形ランド、２ピンは円形ランドにしています。

図１－１１ チップ部品用ユニバーサルエリア

⑥電源用コネクタ（ＣＮ１）

電源＋Ｖ、ＧＮＤ供給用のφ０．９ｍｍのスルーホール、２．５４ｍｍピッチ２ピンコネクタが実装

可能です。

１－６のジャンパＪ２、Ｊ３で使用－不使用を選択できます。

⑦電源、信号入出力コネクタ（ＣＮ２）

電源＋Ｖ、ＧＮＤ、－Ｖ、ＳＧ供給、及び信号入出力用のφ０．９ｍｍのスルーホール、２．５４

ｍｍピッチ２１ピンコネクタが実装可能です。

電源入力については１－６のジャンパＪ２～Ｊ５で使用－不使用を選択できます。

⑧電源／グランドバス（＋Ｖ、ＧＮＤ、－Ｖ、ＳＧ）

電源配線を容易にする為にＣＮ１又はＣＮ２から供給される電源をバス化しています。

各バスにはそれぞれ１～８の連番を付したφ０．９ｍｍのスルーホールを設けています。

使用しないバスはジャンパ線で接続すれば使用するバスを拡張できます。

⑨パスコン用パッド（Ｃ１、Ｃ２） （Ｓｉｄｅ-Ｐ）

Ｃ２は＋Ｖ～ＧＮＤ間、Ｃ１はＧＮＤ～－Ｖ間のパスコン用パッドで、端子間ピッチ２．５４ｍｍ、

φ０．９ｍｍのスルーホールと一体にしてあります。

ラジアル形アルミ電解コンデンサ又は５７５０以下のサイズの積層セラミックコンデンサが実装でき

ます。

尚、もし電解コンデンサが経年変化して液漏れを起こし基板のパターンを壊す恐れがある様な場合は

電解コンデンサの使用はお控え下さい。

⑩パスコン用パッド（Ｃ３、Ｃ４）（Ｓｉｄｅ-Ｓ）

Ｃ４は＋Ｖ～ＧＮＤ間、Ｃ３はＧＮＤ～－Ｖ間のパスコン用パッドです。

１６０８又は１００５サイズの積層セラミックコンデンサが実装できます。

⑪⑫⑬⑭⑮ 電源、ＧＮＤ構成選択ジャンパ（Ｊ１～Ｊ５）

電源、ＧＮＤ構成を選択する為のジャンパです。詳細は１－６によります。

Φ0.9 x 2個

1608,1005部品用パッド

1ピン

単位［ｍｍ］

3.81

2ピン

（部品面、半田面並置）
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⑯スルーホール（ＴＨ１、ＴＨ２）

φ０．９ｍｍの用途任意のスルーホールです。

⑰スペーサ取り付け用バカ穴

スペーサ（支柱）取り付け用φ３．２ｍｍのバカ穴（非スルーホール）４個を基板四隅に設けていま

す。

バカ穴の中心は基板端面から３ｍｍの為、基板ジョイントＰＸ１２４０（プロエクシィ）を用いて他

の基板と容易に連結できます。

⑱メモ記入欄

回路タイトル、機能、図面番号等のメモを油性サインペン等で記入できます。

シンナーや半田フラックス洗浄剤で拭き取れば、文字の書き換えも容易に行なえます。



10/13ＳＭＤ用ユニバーサル基板 ＰＸ１２１１ ユーザーズマニュアル

１－６ ジャンパ接続方法

(Rev.B)

（１）ＧＮＤ－ＳＧ接続ジャンパ（Ｊ１）

本基板上でＧＮＤ（電源グランド）とＳＧ（シグナルグランド）とを接続するかどうかを設定

します。（重要！！）

本基板と他基板の回路を組み合わせる際に、本基板外部でＧＮＤとＳＧを一点接続する場合は、本基

板上ではジャンパＪ１をオープンにし、（５）のＪ５を短絡します。

Ｊ１の接続 機 能 備 考

短絡 ＧＮＤとＳＧを接続 ＧＮＤ－ＳＧ接続点を本基板上に置く

接続無し ＧＮＤとＳＧは非接続 本基板外部のＳＧに接続する為Ｊ５の接続が必要

（２）＋Ｖバス接続先選択ジャンパ（Ｊ２）

電源＋Ｖの接続先をＣＮ１－１又はＣＮ２－１の何れとするか選択します。

Ｊ２の接続 機 能 備 考

１－２短絡 ＋ＶバスをＣＮ１－１に接続 Ｊ３の２－３短絡と対応

２－３短絡 ＋ＶバスをＣＮ２－１に接続 Ｊ３の１－２短絡と対応

接続無し ＋ＶバスはＣＮ１、ＣＮ２と非接続

（３）ＧＮＤバス接続先選択ジャンパ（Ｊ３）

ＧＮＤバスの接続先をＣＮ１－２又はＣＮ２－２の何れとするか選択します。

Ｊ３の接続 機 能 備 考

１－２短絡 ＧＮＤバスをＣＮ２－２に接続 Ｊ２の２－３短絡と対応

２－３短絡 ＧＮＤバスをＣＮ１－２に接続 Ｊ２の１－２短絡と対応

接続無し ＧＮＤバスはＣＮ１、ＣＮ２と非接続

【注意】Ｊ３－２とＣＮ２－１は銅パターンで接続していません。

（４）－Ｖバス接続ジャンパ（Ｊ４）

コネクタＣＮ２－３から電源－Ｖを供給するかどうか選択します。

Ｊ４の接続 機 能 備 考

１－２短絡 －ＶバスをＣＮ２－３に接続 Ｊ３の１－２短絡と対応

接続無し －ＶバスとＣＮ２－３は非接続

（５）ＳＧ接続ジャンパ（Ｊ５）

基板内ＳＧをコネクタＣＮ２－４（外部ＳＧ）と接続するかどうか選択します。

Ｊ５の接続 機 能 備 考

１－２短絡 基板内ＳＧをＣＮ２－４に接続

接続無し 基板内ＳＧとＣＮ２－４は非接続
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第２章 使用例

２－１ Ｓｉｄｅ-Ｐ

電源入力部のパスコン実装、ＩＣ電源端子直近でのパスコン実装が容易です。

写真２－１ Ｓｉｄｅ-Ｐ使用例

２－２ Ｓｉｄｅ-Ｓ

電源入力部のパスコン実装、ＩＣ電源端子直近でのパスコン実装が容易です。

同様の方法で２０ピンＳＳＯＰが最大８個実装可能です。

写真２－２ Ｓｉｄｅ-Ｓ使用例

２－３ ディスクリート部品の実装

スルーホールを利用して２．５４ｍｍピッチのディスクリート部品を実装できます。

写真２－３ ディスクリート部品の実装例

ヘッダーコネクタ

アルミ電解コンデンサ

電源用コネクタ

20ピンSSOP 3ピンSOT

50V/0.1uF, 1608サイズ

積層セラミックコンデンサ

14ピンSSOP

メモ書き

50V/0.1uF, 1608サイズ

積層セラミックコンデンサ

25V/47uF, 5750サイズ

積層セラミックコンデンサ

16ピンSOP

50V/0.1uF, 1608サイズ

積層セラミックコンデンサ

3ピンSOT
50V/0.1uF, 1608サイズ

積層セラミックコンデンサ8ピンSOP

メモ書き



12/13ＳＭＤ用ユニバーサル基板 ＰＸ１２１１ ユーザーズマニュアル

２－４ ＰＸ１２１１の連結使用

基板ジョイントＰＸ１２４０（プロエクシィ）により複数のＰＸ１２１１を連結するとさらに大きな

回路を製作できます。

写真２－４ ＰＸ１２１１の２枚連結使用 写真２－５ ＰＸ１２１１の４枚連結使用

２－５ 他基板との連結使用

基板ジョイントＰＸ１２４０（プロエクシィ）により他基板と連結して一枚化すると多様な回路を容

易に製作でき、回路チェックも容易です。

写真２－６ デュアル／クワッド用 写真２－７ オペアンプ用基板ＰＸ０００１との連結使用

オペアンプ基板ＰＸ１０１０との

連結使用
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第３章 その他

３－１ 安全上のご注意

医療機器、宇宙、航空、原子力、交通、等々の様に人命、人体の安全、社会の安全、及び人々の財産

の安全等に関わり、高い信頼性を必要とする回路には使用しないで下さい。

３－２ 責任範囲について

当社は本製品を運用した結果についての責任は負わないものとします。

３－３ 製品サポートについて

本製品は将来改良の為に予告無しに変更することがありますのでご了承下さい。

ユーザーズマニュアルは常時最新版をホームページからダウンロードできます。

お問い合わせは、下記宛のメールにてお願い致します。

３－４ 訂正履歴

訂番 内 容 年月日

初版 発 行 （全１２頁） 2012/7/17

Rev.A 回路図修正 2012/11/20

Rev.B ジャンパ設定説明、その他 （全１３頁） 2012/12/6

Rev.C 一部変更 2012/12/10

３－５ お問い合わせ先

ＳＭＤ用ユニバーサル基板

ＰＸ１２１１ ユーザーズマニュアル

ＰｒｏＸｉ

有限会社 プロエクシィ

〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉１３２３－８

ＴＥＬ ０５５－９３４－１５２７

e-mail:webmaster@proxi.co.jp

http://www.proxi.co.jp/


